Naprawa plyty PCB - Rekonstrukcja wielowarstwowej plyty CPU sterownika wysokiego
skladowania, po zalaniu woda.

Ponizej przedstawiamy Panstwu, w kilku krokach, proces naprawy ptytki drukowanej zniszczonej
poprzez dtugotrwate utlenianie sie miedzi (pot. sniedZ) na skutek korozji wywotanej obecnoscia wody
w obrebie uszkodzonego fragmentu ptyty.

Uszkodzenie takie, wbhrew pozorom jest zjawiskiem bardzo czestym i zachodzi gtéwnie na ptytkach
PCB niezabezpieczonych antyadhezyjna warstwa ochronna (np. poliurethanem), tak jak to miato
miejsce wlasnie w tym przypadku .

Czasami rowniez i na zabezpieczonych pltytach mozna zaobserwowac korozje na skutek dtugotrwatego
narazenia urzadzenia na nieprzyjazne srodowisko o krytycznym poziomie wilgotnosci, w takich
przypadkach dotyczy to gléwnie uszkodzen powstatych w obrebie zlgcz, konektordw, czy innych nawet
masywnych elementow, ktérych zabezpieczenie jest utrudnione lub w ogodle nie mozliwe.

Pokazana na fot.1. ptyta zostata przyjeta do naszego Serwisu w trybie awaryjnym, z objawem braku
komunikacji CPU z otoczeniem, co zostato stwierdzone przez serwis fabryczny wezwany z powodu
alarmu na panelu operatorskim maszyny i zatrzymania pracy urzadzenia.

Szybka diagnoza wizualna pozwolila ustali¢ obszar i rodzaj uszkodzenia, co z kolei zaowocowato
zaplanowaniem i podjeciem okreslonych czynnosci serwisowych zmierzajacych do usuniecia usterki.
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fot.1 Wyglad fragmentu plyty przed przystqpieniem do aprawy.

Jak wida¢ powyzej, uszkodzeniu ulegt uktad scalony odpowiedzialny za komunikacje szeregowq, wraz z
elementami towarzyszacymi C36-C38 oraz C34. Elementy te zostaly wytypowane do wymiany, a
dodatkowo wymianie musza ulec rowniez: kondensator filtrujacy zasilanie C35 (sa juz na nim widoczne
poczatki korozji), rezystor R30 oraz pobliskie 6¢io pinowe ztgcze listwowe (i tak wymaga ono
wylutowania ze wzgledu na widoczne podciekniecia pod jego obudowe).


https://800lat.pl/a,ncbm
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fot.2 Widok 'Bezpos’rednio po usunieciu skorodowanych elementow elektronicznych.

Fot.2 przedstawia stan ptyty po usunieciu wiekszosci wytypowanych do wymiany elementow oraz
zabezpieczeniu sasiadujacych fragmentéw plyty (w tym delikatnych i nie odpornych na wysoka
temperature zlacz IDC) taSma ochronna typu Capton, ktérej zadaniem jest zabezpieczenie sprawnych
elementow przed ewentualnymi uszkodzeniami, gtdwnie termicznymi, podczas np. lutowania gorgcym
powietrzem.

Na fot.3 dodatkowo mozemy zauwazy¢ liczne wzery i uszkodzenia skorodowanych padéw (punktow
lutowniczych elementow SMD), ktorych sprawnos¢ i wlasciwosci elektryczne zostana przywrdcone w
toku dalszych czynnosci naprawczych.
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fot.3 Uktad $ciezek i padow przygotowany do wlutowania nowych czesci.

Na fot.3 widzimy juz zrekonstruowane pady wiekszosci podlegajacych wymianie elementéw. Catosé
powleczona zostata odpowiednim fluxem zelowym a pady przygotowane do lutowania na nich nowych
czesci.

Zarowno wylutowanie uszkodzonych, jak i wlutowanie nowych elementow elektronicznych SMD
odbywatlo sie technika mieszana. Wykorzystano do tego celu zaréwno lutownice grzatkowa matej mocy
wyposazong w grot szpilkowy (iglowy) o Srednicy koncéwki mniejszej niz 0,2mm, jak i technike
lutowania goracym powietrzem (hot-air) z dysza okragta o standardowej srednicy, stacja wyposazona
jest w stabilizacje temperatury i przeptywu.

Wylutowanie 6c¢io pinowego ztacza listwowego zostato zrealizowane przy pomocy lutownicy grzatkowej
z grotem typu ,wkretak” (szerokosc¢ ptetwy 1,2mm) oraz odsysacza automatycznego Weller z
koncowka o srednicy 2,5mm. W procesie wylutowywania uzyto rowniez preheatera (podgrzewacza na
podczerwien) o temperaturze procesu ok. 200st.C. Uzycie tego narzedzia byto wygodne z uwagi na
brak elementéw SMD na ptycie od jej dolnej strony (bottom), co znacznie przyspieszyto proces.
Temperatura procesu gornej warstwy pltyty (warstwa elementow - top) zarowno przy wylutowywaniu,
jak i wlutowywaniu elementdw, nie przekraczata 440st.C. i byta podyktowana praca ze spoiwem
bezotowiowym, ktérym byla fabrycznie zlutowana naprawiana ptyta.

Podczas reworkingu (wymiany uszkodzonych czesci) uzyta zostata cyna z dodatkiem otowiu, typu
»tinol” i temperaturze pracy 325st.C, co jest zgodne z dyrektywa RoHS, ktéra dopuszcza uzycie takiej
cyny w procesach naprawczych elektroniki.



fot.4 Widok ptyty po naprawie.

Na fotografii powyzej wida¢ ptyte po wlutowaniu elementow, wykonaniu wstepnego mycia nadmiaru
fluxa oraz sprawdzeniu polaczen elektrycznych. Zostato, jak widaé, wlutowane takze nowe gniazdo
listwowe, a tasma ochraniajaca (Capton) zostata juz usunieta.

Po doktadnym ponownym umyciu i osuszeniu ptyty, bedzie ona gotowa do testéw funkcjonalnych
przeprowadzonych w warunkach warsztatowych, przed odestaniem do Klienta w celu uruchomienia na
maszynie.

Firma Elektronika Serwis wykonuje naprawy i rekonstrukcje niektorych pityt PCB
wykonanych w technologii SMD, THT oraz mieszanej.

Nalezy pamietac jednak, ze nie wszystkie rodzaje uszkodzen takiej ptyty sa mozliwe do naprawy i przy
tym optacalne ekonomicznie. Gtéwnymi przyczynami niezakwalifikowania do serwisu sa:

- uszkodzenia elementéw uniemozliwiajace ich identyfikacje, w ktérych mimo analizy uktadu i na
podstawie wlasnego doswiadczenia, nie jesteSmy w stanie okresli¢ typu uszkodzonej czesci.

- uszkodzenia przelotek (vias) na ptytach wielowarstwowych, gdzie uszkodzeniu ulegto potaczenie
pomiedzy jedna z warstw niewidocznych (wewnetrznych).

- niektore uszkodzenia potgczen Sciezek na ktorejs z warstw wewnetrznych.

- masywne, rozlegte uszkodzenia ptyty obejmujace wiele warstw Sciezek i uszkodzenia laminatu
(kanwy PCB), powstate np. w skutek pozaru lub bardzo wysokiej temperatury dziatajacej punktowo.
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Zapraszamy do sprawdzenia naszej Oferty.


https://elserw.pl/oferta/

